AEKJAPALISA ITPO BIAIOBIAHICTD

1. Papioobnannanns: Pagioreneon cucrem cTisibHHKOBOrO 3B’ 513Ky TOProBeIbHOT mapkn SAMSUNG mopaeni
SM-A605FN/DS,

(6upib, mun, nomep napmii uu cepittnuii Hovep)

2. ToBapucTBO 3 00MexeHOI0 BiamoBiganbHicTio «Camcynr Enexrponike Ykpaina Kommnani» (Byn. JIbBa
Toncroro, Oya. 57, 01032, m. Kuis, Ykpaina; kox €JIPTIOY 36048094; Tten. +3 80(44) 390-53-33)

(natmenysanns ma aopeca 6upobHuka abo 11020 YROGHOGAICEHO20 NPedCMagHIKd,

3. Ls nexyapauis BignosigHocTi BHAana mig 0CcOOHCTY BianoBinaJbHiCTL BHPOOHHKA.

4. O6’exT nexnapauii:

Hasea obnaonanns: Papioresiedon cHeTem CTiIbHHKOBOTO 3B’ SI3KY;

Mooen: SM-AG605FN/DS;

Paodioobnaonanus y cknaoi padiomeneghony:

undpoBHii cTiTLHHKOBHII 38's130k GSM900/1800, UMTS, LTE;

obaaananns pagiogocryny (IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac), Bluetooth (IEEE Std 802.15.1);

npucrpiii pagiouacrornoi ixenrudikanii (RFID);

3apsonuii npucmpiii: mopens EP-TAS0E*E (ae * - natunebki aitepu (B, W), 1o nosnaqaiorts KoJlip Kopmycy);
Topeogenvra maprka: SAMSUNG;

Bupobnux: «Cameynr Emexrponike Ko., Jita» (129, Camcynr-po, Yenrour-ry, Casou-ci, I'yeonri-no, 16677,
PecryGutika Kopest) /«Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
16677, Republic of Korea/ Pecny6nika Kopest);

Micye supobnuymea: «Cameyur Emexrponike Ko., JIta» (#94-1, Imcy-Jlour, I'ymi Ciri, T'yen6yk-Jlo,
730-350, Pecny6inixa Kopes)/«Samsung Electronics Co., Ltd.» (#94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Gyeongbuk-Do, 730-350, Republic of Korea), «Cameynr Eaexrponixe B’ernam Ko., JIta.» (Yenuxonr
1-LTLi, Ventpaur Komion, Venxonr Jlict., Baumux IIposumi, B’ernam) / «Samsung Electronics
Vietnam Co.Ltd.» (Yenphong 1-1.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh Province, Vietnam),
«Camcynr Enexrponike B’er Tuam Txai Hryen» (Yen Bunx Inpacrpian napk, [Jour Tien, KombioH,
ITxo Yen [ictpixr, Txai Enryen Iposinue, B’ernam)/«Samsung Electronics Viet Nam Thai Nguyen»
(Yen Binh Industrial park, Dong Tien Commune, Pho Yen District, Thai Nguyen Province, Vietnam),
«Tianmxin Cameynr Tescom Texnoaonxi Ko., JIta» (Ne 9 Beci Poay, Mixpo-Enekrponike Inmacrpiain
Hapx, Keixsinr Jlicrpikr, Tianmkin, Kurait)/«Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.» (No 9
WeiSi Road, Micro-Electronics Industrial Park, Xiqing District, Tianjin, China), «Camcynr EaexTponike
Xyizxoy» (516229, Yenmpxianr Toyn, Xyizxoy Citi, I'yannonr, Kuraii)/«Samsung Electronics Huizhou
Co., Ltd.» (516229, Chenjiang Town, Huizhou City, Guandong, China);

Honep napmii abo cepiiinuit nomep: mpoayKiisi BHTOTOBJISETHLES cepiiino.

(i0enmuchixayis padioobnadnanns, sxa dae 3mo2y 3abeznewumu 11020 HPOCMENCYBANICb, MOIICE GKAIOYAM KONbopoae yinike
300pacicenns y pazi nompebu ons idenmudixayii 3aznavenozo padioobnaduariis) :

5. OB’ext pekinapauii Bianosinae Bumoram «Texmiumoro perJamMenty pamiooGJaaxHanus», 3aTBEPAKEHOT0
nocranoBoio Kabinera MinicTpis Ykpainn Bix 24.05.2017p. Ne 355.

6. CraHpapTd 3 nepeniky HaliOHAJIbHHX CTaHAApTiB, 1O OyJM 3acTOCOBaHi, Ta iHIMi CTaHAapTH 1 TEXHIivHi
cneudikaiii, o0 SIKHX AEKJIaPYEThCS BiAMOBIAHICTD:

3 besnexu (nynkm 6 mexuiunozo peznamenmy):

ACTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 AC:2011 A2:2013, IDT);
ACTY EN 50360:2007 (EN 50360:2001, IDT);

3 eNeKMpOMasHimHoI cymicnocmi (nynkm 6 mexuiuno2o peanamenmy):

ACTY EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);

ACTY ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);

ACTY ETSI EN 301 489-7:2008 (ETSI EN 301 489-7:2002, IDT);

ACTY ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT);

ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)

ACTY EN 55032:2014 (EN 55032:2012, EN 55032:2012/AC:2013, IDT);



JCTY EN 61000-3-2:2015 (EN 61000-3-2:2014,1DT);

JACTY EN 61000-3-3:2015 (EN 61000-3-3:2008, IDT);
ehekmugne guxkopucmanus padiouacmomnozo pecypcy (nynkm 7 mexniuno2o peziamenmy):
JACTY ETSI EN 301 511:2007 (ETSI EN 301 511:2003, IDT);
JACTY ETSI EN 300 328:2008 (ETSI EN 300 328:20006, IDT);
ACTY 7115:2009 (ETSI EN 301 893:2008, MOD);

JACTY ETSI EN 300 440-2:2014 (ETSI EN 300 440-2:2010, IDT);
ACTY ETSI EN 300 330-2:2015 (ETSI EN 300 330-2:2010, IDT);
ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07);

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11);

ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06);

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03);

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05);

ITU-R M.1450-5. (02/2014).

(i3 3aznauennsm idenmupikayiiinozo Homepa, eepcii ma damu 8uOanHs)

7. llpusnauenuii opran 3 ouinku BianosiaHocti OOB «Opzan cepmudpixanii «Lenmp cepmudpicayii mamepianie
ma eupooie» (Ne UA.TR.032)

(nativenysanus, i0enmudgpixayittnuil Homep 32i0H0 3 PEECIPOM NPUSHAYCHUX OP2AHIB)

BukonaB pobotu 3 ouinku éionoesionocmi za npouedypoio excnepmuzu muny (Mooynn B)
(onuc sukonanux num Oiii)

Ta Buyas ceprudikar ekcrieprusu ity Ne UA.032.CT.0026-18 Bix 02 Tpasust 2018 p.
(v pasi 3auyuenHs npUsHauUeHo020 Opeany 3 OYiHKU 8IONOGIOHOCMI).

8. JlonatkoBa iHdopmaliis:
3miHa Bepcii nporpamHoro 3abesneuyeHHs, IO 3aCTOCOBYETbCS B paaioTenedoHaX He BIUIMBAE HA TEXHiuHi
XapaKTepUCTHKH pajlioo0JIa/iHaHHSI.

[lignucano Bix iMeHi Ta 3a nopyueHHsam Bin 03.08.2015 p. “Samsung Electronics Co., Ltd.” (129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea/ PecnyGuika Kopes), ynosmnopaxcennm
npencraBuukoM B Yipaini TOB «Camcynr Enexrponike Ykpaina Komnani»

M. KniB, Y kpaina 03 TpaBHsl 2018 p.

(micye ma oama eudaui)
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